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(54) Procede pour I'implantation d'un micro-circuit sur un corps de carte intelligente et/ou a 
memoire, et carte comportant un micro-circuit ainsi implante 

(57) Le procede selon I'invention, qui a ete mis au 
point pour implanter un microcircuit sur un corps de carte 
intelligente et/ou a memoire en matiere thermoplastique, 
comprend une etape consistant a chauffer le corps de 
carte (3) au moins au niveau d'une zone d'implantation 
(8) destinee a recevoir le micro-circuit (2) de facon a ra- 
mollir la matiere thermoplastique situee dans cette zone, 
une etape consistant a presser le microcircuit (2) contre 
la matiere thermoplastique ramollie, de facon a I'enfon- 
cer dans cette derniere, et une etape consistant a refroi- 
dir la matiere thermoplastique ramollie apres I'etape de 
pressage. 

1 1 se caracterise en ce qu'il comprend une etape sup- 
plementaire consistant a exercer une pression a chaud 
sur le micro-circuit implante (2) et autour de celui-ci, 
avant, pendant ou apres I'etape de refroidissement. 
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Description 

La presente invention concerne un procede pour 
I'implantation d'un micro-circuit sur un corps de carte in- 
telligente et/ou a memoire en matiere thermoplastique, 
ainsi qu'une carte intelligente et/ou a memoire compor- 
tant un micro-circuit implante par la mise en oeuvre de 
ce procede. 

Les precedes qui ont ete mis au point jusqu'ici pour 
implanter des micro-circuits sur les corps de cartes in- 
telligentes et/ou a memoire comportent des Stapes mul- 
tiples et dedicates a realiser, et entraTnent des coOts de 
production eleves. 

Ces precedes exigent en effet gen6ralement la rea- 
lisation d'une cavite dans les corps de carte, le collage 
d'un micro-circuit dans la cavite, I'enrobage du micro-cir- 
cuit dans une resine synthetique, la polymerisation de 
cette demiere, etc.. 

La presente invention se propose plus particuliere- 
ment de remedier a ces inconvenients et, pour ce faire, 
elle a pour objet un procede d' implantation d'un mi- 
cro-circuit dans un corps de carte intelligente et/ou a me- 
moire en matiere thermoplastique, qui se caracterise en 
ce qu'il comprend une etape consistant a chauffer le 
corps de carte au moins au niveau d'une zone d'implan- 
tation destined a recevoir le micro-circuit, de facon a ra- 
mollir la matiere thermoplastique situee dans cette zone, 
une etape consistant a presser le micro-circuit contre la 
matiere thermoplastique ramollie, de facon a Tenfoncer 
dans cette derniere, et une etape consistant a refroidir 
la matiere thermoplastique ramollie apres I'etape de 
pressage. 

II est possible d'ajuster laprofondeur d'enfoncement 
du micro-circuit dans la matiere thermoplastique ramollie 
au cours de I'etape de pressage. 

On notera par ailleurs que I'etape de refroidissement 
peut se derouler naturellement ou etre realisee de facon 
controlee, et qu'a son issue le micro-circuit se trouve re- 
tenu sans qu'il soit necessaire de prevoir un moyen de 
fixation extern e tel que de la coile. 

Afin d'ameliorer les gains de product ivite, il est pre- 
ferable que les etapes de chauffage et de pressage 
soient realisees simultanement par un outil concu pour 
implanter te micro-circuit. 

Au cours de I'etape de pressage, la matiere thermo- 
plastique ramollie situee dans la zone d' implantation est 
refoutee a la peripheric du micro-circuit ou elle forme ge- 
neral ement un bourrelet annulaire. 

L'existence de ce bourrelet peut toutefois compli- 
quer la realisation des etapes de fabrication ulterieures, 
tel les que la formation par serigraphie des liaisons eiec- 
triques. 

Le procede conforme a I'invention apporte egale- 
ment une solution a ce probleme en prevoyant une etape 
supplemental consistant a exercer une pression a 
chaud sur le micro-circuit implants et autour de celui-ci, 
avant, pendant ou apres I'etape de refroidissement. 

Cette etape supplemental re, tout en permettant 



d'aplanir la face du corps de carte sur laquelle est im- 
plante le micro-circuit, contribue a I'obtention d'une jonc- 
tion parfaite entre la matiere thermoplastique et ce der- 
nier. 

5 GrSce a elle, le procede d'implantation selon I'inven- 
tion peut etre utilise favorablement dans un cycle de fa- 
brication de cartes intelligentes et/ou a memoire, dans 
lequel les connexions eiectriques peuvent etre realisees 
sans probleme par serigraphie. 

10 De preference, I'etape supplemental est realisee 
a I'aide d'un poincon chauffant ayant une surface active 
plus grande que celle du micro-circuit. 

Lorsque la technologie du micro-circuit a implanter 
necessite la presence d'une plage de conduction entre 

is la face inf erieure de ce micro-circuit et la face superieure 
du corps de carte, le procede selon I'invention peut avan- 
tageusement consister a positionner la plage de conduc- 
tion a cheval sur la zone d'implantation et sur une zone 
adjacente a celle-ci avant d'effectuer les etapes de 

20 chauffage et de pressage. 

La plage de conduction, qui peut dtre constituee par 
un clinquant de m6tal ou un d6p6t par serigraphie d'une 
encre eiectro-conductrice, peut done etre appliquee a 
plat sur le corps de carte, puis deformee de sa configu- 

25 ration initiale a sa configuration definitive pendant Tim- 
plantation du micro-circuit. 

Afin d'ameliorer la fixation du micro-circuit sur le 
corps de carte, il peut etre souhaitable de deposer une 
colle, au moins sur la zone d'implantation, avant d'effec- 

30 tuer les etapes de chauffage et de pressage. 

Lorsqu'une plage de conduction est prevue entre la 
face inf6rieure du micro-circuit et la face superieure du 
corps de carte, la colle utilisee est une colie conductrice 
pouvant etre ou non deposee sur la partie du corps de 

35 carte correspondant a la plage de conduction. 

Pour augmenter les cadences d'implantation, il peut 
etre avantageux que les etapes de chauffage et de pres- 
sage soient realisees en meme temps que I'etape sup- 
plemental de pressage a chaud et avec le meme outil. 

40 Par ailleurs, lorsque le micro-circuit a une epaisseur 
relativement importante, la zone d'implantation peut etre 
situee au niveau d'une cavite menagee dans le corps de 
carte lors de la realisation de ce dernier. 

Grace a cette cavite, on peut eviter un chauffage 

45 trop important du corps de carte afin de pouvoir enf oncer 
le micro-circuit dans la matiere thermoplastique. 

Plusieurs modes de mise en oeuvre du procede con- 
forme a I'invention seront decrits ci-apres a titre d'exem- 
ples nullement limitatifs en reference aux dessins an- 

50 nexes dans lesquels : 

la figure 1 est une vue en perspective schematique 
et partiellement en coupe d'un outil utilise pour im- 
planter un micro-circuit sur un corps de carte en ma- 
55 tidre thermoplastique, cet outil portant un micro-cir- 
cuit et surplombant un support sur lequel sont dis- 
poses plusieurs micro-circuits ; 
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la figure 2 est une vue en perspective schematique 
representant f'outil de la figure 1 pendant qu'il im- 
piante, sur un corps de carte intelligente et/ou a me- 
moire, le micro-circuit qu'il portait precedemment ; 

la figure 3 est une vue en coupe partielle et a echelle 
agrandie du corps de carte apres implantation ; 

la figure 4 est une vue analogue a la figure 3 mais 
montrant le corps de carte apres aplanissement de 
la face superieure de celui-ci ; 

la figure 5 est une vue analogue a la figure 2, mais 
montrant I'outil avant implantation, alors qu'il est 
au-dessus d'un corps de carte pourvu d'une plage 
de conduction ; 

la figure 6 est une vue en coupe partielle et a echelle 
agrandie d'un corps de carte, juste avant I'implanta- 
tion d'un micro-circuit avec un autre outil ; et 

la figure 7 est une vue analogue a la figure 6, mais 
montrant le corps de carte apres I'implantation. 

Les figures 1 et 2 represented schematiquement un 
outil 1 pouvant dtre utilise pour implanterun micro-circuit 
2 sur un corps de carte intelligente et/ou a memoire 3 en 
matiere thermoplastique. 

Cet outil, qui est deplacable verticatement par des 
moyens classiques non representes, comprend une pro- 
tuberance 4 faisant sailiie verticalement vers le bas et 
dont la section transversals a des dimensions de I'ordre 
de eel les du micro-circuit 2. 

La protuberance 4 est traverses longitudinalement 
par un conduit 5 dont I'extremite inferieure debouche au 
centre de son extremite libre et dont I'extremite superieu- 
re est reliee a une source a vide non representee. 

Elle est par ailleurs pourvue d'un moyen de chauf- 
fage interne 6, par exemple une resistance eiectrique. 

Pour implanter un micro-circuit 2 a I'aide de I'outil 1, 
on commence par positionner I'outil 1 au-dessus d'un 
support 7 portant plusieurs micro-circuits 2, de telle sorte 
que sa protuberance 4 surplombe Tun des micro-circuits. 
Dans le mode de realisation envisage ici, le support 7 
est constitue par une tranche de silicium sctee, mais il 
pourrait egalement dtre constitue par une bolte alveolee. 

Le moyen de chauffage 6 ayant ete prealablement 
alimente en energie, on abaisse I'outil 1 pour appliquer 
I'extremite libre de la protuberance 4 contre le micro-cir- 
cuit 2 a implanter. 

On relie alors le conduit 5 a la source a vide et Ton 
remonte I'outil a sa position cforigine. Sous Taction du 
vide, le micro-circuit 2 se detach e du support 7 et reste 
applique contre I'extremite libre de la protuberance, 
comme reprdsente sur la figure 1 . 

On transfert maintenant I'outil 1 au<lessus d'une 
zone d'im plantation 8 situ6e en un emplacement appro- 
prie sur un corps de carte 3 en matiere thermoplastique. 



Apres ce transfert, on abaisse I'outil 1 de facpn a 
implanter le micro-circuit dans le corps de carte. 

Sous Taction combines de la temperature et de (a 
pression exercee par I'outil 1 , le micro-circuit 2 penetre 
s a une profondeur predetermines, et controlee par un as- 
servissement de deplacement, dans la matiere thermo- 
plastique ramollie, comme representee sur les figures 2 
et 3. 

L'implantation a chaud realisee par la mise en 
to oeuvre du precede selon I' invention permet de ne pas 
avoir recours a une coile, tout en restant compatible avec 
la mecanisation du processus de fabrication. 

On relie ensuite le conduit 5 a Patmosphere et Ton 
remonte I'outil 1 a sa position haute d'origine. Le mi- 
is cro-circuit 2 qui n'est plus retenu par le vide contre la 
protuberance 4 reste alors en place dans la matiere ther- 
moplastique, tandis que celle-ci, en se refroidissant na- 
ture! lement, le retient fermement. 

On notera ici que le refroidissement de la matiere 
20 thermoplastique pourrait, si necessaire, etre contrdie, 
par exemple par projection d'un courant cfair a une tem- 
perature regulee, ou par circulation d'un fluide calopor- 
teur dans I'outil 1 . 

Comme on I'a vu ci-dessus, le micro-circuit 2 est 
25 chauffe par I'outil 1 et assure iui-meme le ramollissement 
de la matiere thermoplastique contre laquelle il est ap- 
plique. 

II va de soi que Ton ne sortirait pas du cadre de la 
presente invention si au lieu de prevoir un moyen de 
30 chauffage dans I'outil, on utilisait un moyen de chauffage 
independant permettant de chauffer directement tout ou 
partie du corps de carte 3. 

Comme le montre la figure 3, la matiere thermoplas- 
tique situee dans la zone d' implantation 8 a ete refoulee 
35 a la peripheric du micro-circuit 2 et y a forme un bourrelet 
annulaire 9. 

Celui-ci pouvant gener la realisation ulterieure des 
connexions eiectriques, par exemple par serigraphie, il 
est souhaitable de I'eiiminer. 

40 Pour y parvenir, la presente invention propose d'uti- 
liser un poincon chauffant 10, qui est represente sche- 
matiquement sur la figure 4. Ce poincon dont les dimen- 
sions sont nettement superieures a celles du micro-cir- 
cuit, permet d'aplanir la face superieure du corps de car- 

45 te 3, cfenfoncer definitivement le micro-circuit dans le 
corps de carte et d'obtenir une jonction parfaite entre ce 
dernier et le micro-circuit. 

La figure 5 a pour but d'illustrer I'implantation cf un 
micro-circuit 2a dont la technologie necessite une plage 

so de conduction 11 entre sa face inferieure et la face su- 
perieure du corps de carte 3. 

Comme le montre cette figure, la plage de conduc- 
tion 1 1 , qui peut etre constituee par un clinquant de metal 
ou une encre eiectro-conductrice deposee par serigra- 

55 phie, est a cheval sur la zone d' implantation 8 et sur une 
zone adjacente du corps de carte. 

Pour implanter le micro-circuit 2a, il convient done 
de deposer la plage de conduction 11 a I'emplacement 



3 



5 



EP 0 694 871 A1 



6 



approprie sur le corps de carte 3, et d'effectuer les ope- 
rations decrites en reference aux figures 1 a 4. 

Les figures 6 et 7 montrent que I'outil 1 peut etre 
remplace par le poincon 10, ce qui permet d'implanter le 
micro-circuit 2a et d'elimt'ner le bourrelet 9 en une seule 
operation. 

Ces figures montrent egalement qu'une colle 12 
peut etre deposee sur tout ou partie de la zone d'implan- 
tation 8, cette colte pouvant etre reactivate a chaud 
dans le cas ou il n'y a pas de plage de conduction. Dans 
le cas ou une plage de conduction est necessaire, la col- 
le 12 utilisee est une colle conductrice pouvant etre ou 
non deposee sur la plage de conduction. 

Le depot de cette colle doit bien entendu etre effec- 
tue prealablement a Pimplantation du micro-circuit 2a. 

Pour etre complet, on precisera que le corps de car- 
te peut comporter, au niveau de la zone d'implantation, 
une cavite destinee a recevoir le micro-circuit a implan- 
ter, cette cavite pouvant etre realisee par usinage, par 
exemple lorsque le corps de carte est obtenu par calan- 
drage, ou par moulage, par exemple lorsque le corps de 
carte est obtenu par moulage par injection. 

On notera egalement que la plage de conduction 
pourrait dtre incorporee au corps de carte par moulage 
transfer^ tors du moulage de ce dernier. 

Enfin, on precisera que le corps de carte peut etre 
realise en n'importe quelle matiere thermoplastique, telle 
que le PVC, I'ABS, le PET et les polycarbonates. 



Revendications 

1 . Precede pour Pimplantation d'un micro-circuit sur un 
corps de carte intelligente et/ou a memoire en 
matiere thermoplastique, comprenant une etape 
consistant a chauffer le corps de carte (3) au moins 
au niveau d'une zone d'implantation (8) destinee a 
recevoir le micro-circuit (2,2a), de facon a ramollir la 
matiere thermoplastique situee dans cette zone, 
une etape consistant a pressor le micro-circuit (2,2a) 
contre la matiere thermoplastique ramollie, de facon 
a I'enfoncer dans cette derniere, et une etape dans 
laquelle la matiere thermoplastique ramollie est 
refroidie apres I'etape de pressage, caracterise en 
ce qu'il comprend une etape supplementaire consis- 
tant a exercer une press ion a chaud sur le micro-cir- 
cuit implante (2,2a) et autour de celui-ci, avant, pen- 
dant ou apres I'etape de refroidissement. 

2. Precede selon la revendication 1 , caracterise en ce 
que I'etape supplementaire est realisee a I'aide d'un 
poincon chauffant (10) ayant une surface active plus 
grande que celle du micro-circuit (2,2a). 

3. Precede selon la revendication 1 ou 2, caracterise 
en ce que les etapes de chauffage et de pressage 
sont realisees en meme temps que I'etape supple- 
mentaire de pressage a chaud et avec le meme outil. 



4. Precede selon Tune quelconque des revendications 
1 a 3, pour implanter un micro-circuit necessitant 
une plage de conduction entre sa face inferieure et 
la face superieure du corps de carte, caracterise en 
5 ce qu'il consiste a positionner la plage de conduction 
(11) a cheval sur la zone cf implantation (8) et sur 
une zone adjacente a celle-ci avant d'effectuer les 
etapes de chauffage et de pressage. 

to 5. Precede selon Tune quelconque des revendications 
1 a 3, caracterise en ce qu'il consiste a deposer une 
colle (12), au moins sur la zone d'implantation (8), 
avant d'effectuer les etapes de chauffage et de pres- 
sage. 

15 

6. Precede selon la revendication 5, caracterise en ce 
que lorsqu'une plage de conduction est prevue entre 
la face inferieure du micro-circuit et la face supe- 
rieure du corps de carte, la colle (1 2) utilisee est une 

20 colle conductrice pouvant etre ou non deposee sur 
la partie du corps de carte qui correspond a la plage 
de conduction (11). 

7. Precede selon Tune quelconque des revendications 
25 precedentes, caracterise en ce que la zone 

d'implantation (8) est situee au niveau d'une cavite 
menagee dans le corps de carte (3) lors de la reali- 
sation de ce dernier. 

30 8. Carte intelligente et/ou a memoire comportant un 
micro-circuit (2,2a) implante conformement au pro- 
cede selon I'une quelconque des revendications 
precedentes. 

35 



40 



45 



50 



55 



4 



EP 0 694 871 A1 




5 



EP 0 694 871 A1 




6 



EP 0 694 871 A1 



Office europc en 
des brevets 



RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE 



Nasaero de la imvtde 

EP 94 40 1731 



DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS 



Citation du document avec indicati on, en cas de besoin, 



Revendi ca tioE 



CLASS EMENT DE LA 
DEMANDS (hit.C16) 



EP-A-0 128 822 (FLONIC) 

* page 8, ligne 8 - page 14, ligne 29; 
figures 1-4,9 * 

* page 21, ligne 8 - ligne 17 * 

EP-A-0 503 782 (GEC AVERY) 

* colonne 2, ligne 45 - colonne 3, ligne 
43; figures 1-4 * 

EP-A-0 132 183 (SLIGOS) 

* page 6, ligne 29 - page 7, ligne 11; 
figures 3,4 * 



1,3-5,7, 
8 



G06K19/077 



DO MAIN ES 



TECHNIQUES 
IES (I0LCL6) 



G06K 



Le present rapport a etc ctabli pour toutes tes rev eodjeati oris 



LA HAYE 



20 De*cembre 1994 



Fori en t G 



CATEGORJE DES DOCUMENTS CITES 

X : pardculUrancat pertinent a lui scnl 

Y : partfcoUer«ment pertinent ca conbtoaisoa avec c 

autre docoiaent de la catae categoric 
A : wrier©- plan tachn olo aja na 
O : dinrigatfao nan ccttle 
P : document Lnterealafre 



T : theorie ou prindpc i ta base de Mnvention 
E : document de brevet intericor, mils public i la 

dale de depot ou apres octte date 
D : rite dans la denande 
L : dte pour d"antres raisons 

A : mem tor de ta tadae fanulle, docunu 



7 



THIS PAGE BLANK (uspto) 



« 

4 



esp@cenet - Document Bibliography and Abstract 



Page 1 of 1 



Method for implanting a micr -circuit n a smart and/or mem ry card body, and card 
c mprising a micro circuit thus implanted 

EP0694871 
1996-01-31 

AUDOUX JEAN-NOEL (FR); GAUMET MICHEL (FR); GOUILLER MICHEL (FR); LARCHEVESQUE ALAIN 
(FR); THEVENOT BENOIT (FR) 

SOLAIC SA (FR) 
EP0694871 

EP1 9940401 731 19940727 

EP19940401731 19940727; FR19930001021 19930201 
G06K1 9/077 

B29C65/34, B29C65/78G4B, G06K19/077M 

FR2701139 
EP01 28822; EP0503782; EP0132183 



Abstract 



The micro-circuit is implanted on an intelligent card and/or memory in thermoplastic material and involves heating the body of the 
card (3) at least in the implantation zone (8) destined to receive the micro-circuit (2). The micro-circuit is then pressed against the 
soft thermoplastic material to push it into the material, which is then cooled to hold the micro-circuit. A heated point is pressed on 
the surface and has an active area larger than that of the micro-circuit. There is a conduction field be tween the top and bottom 

parts of the card. On the top face of the card a conducting glue can be used to hold the micro-circuit. I 
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